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免責聲明

本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因任何新
的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。

天虹科技股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本簡報資料內
容之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具
有正確性、完整性、或可靠性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發
展的完整論述。
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成立時間：2002年7月

實收資本額：新台幣6.07億元

總公司：新竹縣竹北市嘉政一街 1 號 6 樓

員工人數：300人

主要產品：

半導體零備件－耗材改善及製造、維修及功能改善、
客製設計產品等，耗材包括波紋管、陶瓷件、石英
件、金屬件、氣體均流器、工程塑膠等。

半導體設備－ALD原子層沉積、PVD物理氣相沉積、
Bonder鍵合機、De-Bonder解鍵合機、Skiwar自
動取放片機
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天虹科技基本資料
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經營團隊背景

職稱 姓名 學歷 經歷

董事長兼總經理 黃見駱
國立台灣科技大學機械研究所碩
士

美商應用材料 副處長

創辦人及副總經
理

羅偉瑞
國立清華大學工程與系統科學研
究所碩士

美商應用材料 經理

集團執行長 易錦良 國立台灣大學機械研究所碩士 美商應用材料公司 全球副總裁

 易錦良: 集團執行長

 半導體資歷27年,前應用材料公司全球副總裁。 任職應材期間,曾

帶領應材全球超過三千名服務工程師於世界各地服務半導體、顯

示器及太陽能的客人。 2012年臺灣竹科三十代表。

 連續2013, 2014兩年榮獲台積電傑出貢獻獎,帶領應材團隊協助台

積電順利量產20nm/16nm兩個世代。

黃見駱

易錦良

羅偉瑞



集團架構與生產據點
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天虹科技
(台灣)

廈門鑫天
虹科技
(中國)

上海傳晶電子
(中國)

Gimtek Pte. 
Ltd

(新加坡)

鑫虹先進
(台灣)

100% 100%

100%

100%



天虹科技湖口廠
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公司國內外專利統計
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天虹科技產品及產業分布
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• 天虹設備市場聚焦在高真空電漿設備(PVD、ALD)及鍵合/解鍵合(Bonder/Debonder)運用。

• 天虹零備件市場以客製、翻修、改良改進客戶現場設備為主。

• 兩大業務皆橫跨矽基半導體、化合物半導體、光電半導體、半導體封裝。

設備市場聚焦薄膜區(1)的PVD、ALD，以
及研磨前後的Bonder/Debonder (8)，未

來計畫以Descum突破乾蝕刻區(7)市場

零備件市場橫跨各產業的(1) ~ (9)區設備，
尤其以PVD、CVD、ALD、Etch、
Furnace、CMP設備上的服務方案為重。

資料來源 : 財團法人金屬工業發展中心



天虹科技產品及產業分布－2022年概況
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客戶產業分布

PVD 79%

ALD 8%

Bonder 9%

De-bonder 4%

耗材改善及製造

47%

維修及功能改善

30%

客製設計產品

17%

舊設備移裝機或翻新 6%

矽基半導體製造

封裝及先進封裝

光電

化合物半導體製造

設備產品 零備件產品

24%

10%

4%

63%

90%

5%

4%

1%



零備件業務介紹

• 天虹科技創立以來即從事半導體設備零備件及維修業務，業務內容包含耗材改善及製造、
維修及功能改善、客製產品設計等，擁有數十年豐富經驗的工程團隊及穩定配合的工廠，
每年銷售耗材品項超過千項、維修零組件數量接近萬件，涵蓋品項包括半導體機台(尤重在
真空反應室內)的特級陶瓷、特殊金屬、高純度石英、工程塑膠、以及晶圓加熱器、靜電吸
附晶圓承載盤、真空閥件、晶圓傳送機構、電子控制等。若以高真空電漿設備的真空反應
室為例：
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真
空
反
應
室

晶圓入口
放置晶圓盒



零備件－真空反應室內耗材

13

波紋管 (Bellows) : 73 項 陶瓷類 : 224 項 磁流體 (Magnet Seal) : 79 項

工程塑膠類 : 310 項 石英類 : 42 項金屬類及氣體均流器 : 705 項
(Shower Head)



零備件－維修/功能改善
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晶圓傳送類 : 23 項

真空閥件類 (Valve) : 179 項 電漿源系統 : 25 項

真空電漿反應室晶圓承載盤 : 43 項
(控溫、靜電吸附、電漿極) :

電子系統 : 81項



零備件－客製設計產品
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設備及晶圓監控系統 : 22 項 設備備份系統 : 171 項 晶圓良率改善系統 : 16 項



中古設備移裝、裝機、翻新、改裝服務

16

主要服務產品 : PVD，CVD，Etch，RTP，Wet，Metrology…..  :  39種設備

TOTAL SOLUTION

翻新

改裝 移機

裝機



設備業務介紹

• 天虹成立伊始便切入半導體
設備維修業務，其服務囊括
不同廠牌、不同流程之半導
體設備。

• 藉由十多年的業務經驗，天
虹發展出對每台設備須用到
的零備件的深入理解，也已
在台灣培養出一群一起合作
開發零備件的供應商。
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• Descum問世



PVD / ALD / Bonder / De-bonder製程設備
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ESC: Enhanced Step Coverage
HSC: High Step Coverage
B-HSC: Bias High Step Coverage

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ShuxdA_B-HSC

PVD設備發展規劃
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ALD設備發展規劃
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

＋ AlN, SiNSiO2, ZrO2, HfO2

TaN ,TiN

Atomila MT

PEALD (ICP)



Skiwar, Bonder, Debonder設備發展規劃
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: 可為客製化商品

2022 2023 2024 20252020 2021

4”/6”共用Bonder



天虹科技躋身全球ALD供應商之一

• 天虹在沉積設備上雖然是後進者，但也從2017年開始投入了相當多的資源研究，並已取得相當好的成果，
以對標到先進製程的ALD設備為例，在法國知名半導體及電子元件研究機構Yole Développement於2021年
針對ALD的報告中，也將天虹列為世界主要的ALD設備供應商，不僅是台灣唯一間被提及的公司，更與應用
材料、科林半導體、東京威力科創和先藝科技等廠商並列，技術實力堅強。
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資料來源 : Yole Développement
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半導體終端應用長期保持增長，晶圓廠資本開支短
期暫緩
• 由於全球對半導體的需求持續增加，使得廠商仍持續以先進製程、生產與供應鏈分散等目
標去擴增產能。預計2022年全球半導體資本總支出達1,827億美元，成長率達19.7%，然而
隨著供不應求情況獲得緩解，加上通貨膨脹和全球經濟不確定性增加，Gartner預期明後年
半導體業者將從前幾年的高支出水準逐漸調整。
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CAGR 7.25%



各半導體設備產值占比及主要供應國
沉積設備佔到整體設備市場的21.6%：隨著積體電路的持續發展，除了需要在更微小的線寬上製造(從7奈米

一路發展到3奈米，甚至是未來的2奈米)，而第三代半導體的出現也讓晶片製造商需要鍍的薄膜品種隨之增
加。這些趨勢對沉積設備產生了更高的技術要求，市場對於高性能薄膜設備的依賴亦增加。

台灣長期於各類設備市場缺席：天虹的ALD/PVD以及開發中的乾式刻蝕機，為台灣半導體產業中少見的自
主研發機台，適時填補上臺灣半導體設備業長期的空缺。
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2019年各國供應之各類半導體設備占比

22%

22%

20%

11%

5%

4%

3%
2%

2%

1%

8%

刻蝕 沉積 光刻 檢測

清洗 塗膠顯影 CMP 熱處理

離子注入 去膠 其他 資料來源 : CSET、Gartner

2021年半導體製程設備產值占比



功率半導體需求強勁
從 2021 Yole Dévelopement 對於功率半導體市場分析報告中可以看到, GaN 功率元件 (目前以8
吋為主) 和 SiC 功率元件 (目前以6吋為主) 在未來5年內將有爆炸性成長, 目前台灣和大陸地區皆
有多家晶圓製造商投入此市場, 天虹科技也積極與各個有新建廠房或擴產需求的客戶合作, 成功讓
公司營收持續創新高。
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GaN Power Device Market Size SiC Power Device Market Size

資料來源 : Yole Développement



功率半導體需求強勁 (台灣地區需求)
功率半導體目前正蓬勃發展, 台灣地區的晶圓製造公司除了發展 GaN-on-Si (應用於快充/RF/車
用)外, 鴻海集團更於2021/08接手旺宏電子晶圓舊廠, 積極發展車用SiC, 並延攬蔣尚義擔任鴻海半
導體策略長。
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台灣地區

公司名稱 SiC/GaN 進度

漢磊
目前4吋月產能約1200~1500片, 6吋月產能約500-800片, 將持續把現有產能改成化
合物半導體產能

茂矽 主要產品為GaN on Si, 運用在快充

台積電 目前小量生產 6吋 GaN on Si, 與意法半導體合作

世界先進
預計GaN 產品, 先以快充為主, 之後才會規畫RF、車用, 預計2023才可能有明顯營
收貢獻, 目前初步規劃月產能2000-3000片

穩懋 目前 GaN 營收占中個位數, 主要應用在衛星、5G

宏捷科 SiC 目前跟環球晶合作, GaN on Si 預計2023試產, 用在小基站

鴻海集團
(鴻揚)

2021/08 宣告接手旺宏電子晶圓舊廠, 將生產/研發車用SiC, 並作為鴻海半
導體事業群總部
預計2024 該廠將達到每月1.5萬片產能, 推估一年可供7.5萬台車輛使用 (僅
考慮主逆變器應用)

資料來源 : 公司整理



功率半導體需求強勁 (中國大陸需求)
中國大陸政府強力支持當地產業往 SiC 和 GaN 完整供應鏈方向進行 (包含襯底/磊晶/晶片與
產品設計/晶圓製造)
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公司名稱 在建產能 投資額

積塔半導體 8吋年產能72萬片、12吋年產能60萬片 260億人民幣

三安集成 SiC、GaN整合生產線，年產能超過40
萬片

160億人民幣

中鴻新晶 6吋~8吋SiC、GaN生產線 111億人民幣

華微電子 SiC MOSFET、IGBT產線 102億人民幣

露笑科技 SiC襯底年產能24萬片、外延片5萬片 100億人民幣

新微半導體 8吋第三代半導體晶片項目 65億人民幣

中科鞍鎵 第三代半導體晶片項目 63億人民幣

晶睿電子 6吋~8吋外延片 55億人民幣

中國電科 4吋~6吋SiC襯底年產能15萬片 50億人民幣

英諾賽科 GaN年產能超過84萬片 30億人民幣

天科合達 6吋SiC生產線，最終年產能超過26萬片 第一期30億人民幣

中國第三代半導體廠資本開支計畫

資料來源 : 公司整理
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財務績效
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2020 YoY 2021 YoY 2022 H1
營收(仟) 998,574 - 1,655,712 65.81% 679,755

毛利(仟) 390,197 - 662,528 69.79% 291,430

毛利率(%) 39.07% - 40.01% - 42.87%

營業淨利(仟) 8,723 - 190,685 2,186% 32,710

營業淨利率(%) 2.23% - 11.52% - 4.81%

稅後淨利(仟) 61,787 - 224,620 363.54% 53,257

稅後淨利率(%) 6.19% - 13.57% - 7.83%

每股盈餘(元) 1.63 - 4.57 - 0.97

兩大業務營收占比 2020 2021 2022 H1

零備件(%) 83.7% 66.9% 89.5%

設備(%) 16.3% 33.1% 10.5%
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未來展望：Organic & Inorganic 成長計畫

Organic 成長計畫

零備件持續根據客戶需求開發多樣的產品，該業務與產業一同成長

隨自有品牌設備銷售數量提升，後續催生零備件維修需求

設備打進各領域第一名企業，藉由實績開拓國際市場

除了持續開發PVD/ALD/Bonder/Debonder下一世代的設計， 同時涉足Descum設備的市
場 (2022)

Inorganic 成長計畫

藉由量子點(QD)開發跨足材料的市場

持續評估上下游合作夥伴投資機會、發揮整合後綜效
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天虹之科技與商業新聞
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天虹之科技與商業新聞
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天虹之科技與商業新聞
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